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Abstract of DE3636817 

The printed circuit board (1) has solder points 
with through-plated capillary holes (6) for the 
connection of the components (2). During the 
soldering process, the solder (7) passes 
through these capillary holes (6) by the 
capillary effect to soldering points which are 
located on the side of the printed circuit board 

(1) facing away from the solder bath. The 
capillary holes (6) are designed and arranged 
with respect to the position of the components 

(2) such that the connecting elements (4) of 
the components leave the opening of the 
capillary holes (6) at least partially open. This 
ensures that the solder (7) can also reach 
soldering surfaces (5), which are located 
remotely from the opening of the capillary 
holes (6) on the connecting elements (4) of the 
components (2) to the required extent. This 
printed circuit board is suitable for being 
populated with SMD components, including 
chip components, on one side or both sides 
and for a mixed population together with 
conventional components. It can be soldered 
in any of these forms using the same soldering 
method, for example wave soldering, in one 
operation. 
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Prufungsantrag gem. % 44 PatG ist gestelh 

@ Mrt Bauteilen zum Veiioten im Lotbad bestuckte Leiterplatte 

Fur den AnschluB der Bauteite (2) weist die Leiterplatte (1 ) 
Lotstetlen mit durchkontaktterten Kapiflarbohrungen (6) auf. 
Durch diese getangt beim LotprozeS das Lot (7) unter Kapil- 
larwirkung an Lotsteilen, die sich auf der dem Lotbad abge- 
wandten Serte der Leiterplatte (1) befinden. Die Kapillarboh- 
rungen (6) sind so bemessen und in bezug auf die Lage der 
Bauteile (2) so angeordnet, daB die Anschlu&elemente (4) 
• der Bauteile die Mundung der Kapillarbohrungen (6) minde- 
stens teilweise offenlassen. Damit ist beabsichtigt daB das 
Lot (7) beim LdtprozeB auch abseits der Mundung der Kapil- 
larbohrungen (6) befindliche Lotflachen (5) an den An- 
schluBelementen (4) der Bauteile (2) im erfprderlichen MaS 
erretchen kann. 

Diese Leiterplatte eignet sich fur die ein- oder beidseitige ' 

■ Bestuckung mit SMD-Bauteilen, einschlie&lich Chtp-Bautei- 

C. ten, und f Or etne gemischte Bestuckung zusammen mit her- 
komm lichen Bauteilen. Sie kann in jeder dieser Bauf ormen . 
* mit demselben Lotverfahren. 2. B. Wellenloten, in einem 

■ Arbeitsgang vertdtet warden. 
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Patentansoruche Ruckseite der Leiterplatte her an die LOtsteBen gelan- 

Patentansprucne gen kanit Diese AusbUdung der Uiteiplatte soU es er- 

1 . Mit Bauteilen zum Verl6ten im LOtbad bestflckte mSguchen, flacfa »^""S a ^; 

SaSSSSSK . SE£S 

£h\^^«^t^offi^da^ Hinblick auf -f^^SSS 
^Iy^7?*T4tth e im^^ 15 verbindenden Teilen und auf die Posmoniemngstoie- 

S^S=-3 - ESSS53ESS5 

dcrcn Anschlusselementc (4) in Form von Loma- aem ^Pj^rT . . , e Dalt zwfcchen dem Boden 

sHP-fBB« 

(25) liegt bad abgewandten Seite der Leiterplatte angeordneten 

Beschreibune SMD-Bauteile gleichzeitig im Reflow-Verfahren zu ver- 

Beschremung ^ , 0ten (DE os 34 45 625). In diesem Fall werden also 

Die Erfindung betrifft eine mit Bauteilen zum Verio- zwei verschiedene Lotverfabren im gkicben Arberts- 
ten im Ldtbad bestuckte Leiterplatte, die fur den An- gang angewandt 

SSs derBauteile L&tstellen mit durchkontaktierten D"**"*"^ J !LS?SS3LSd£itto 

^g^Kg^Sem sich dabei insbesondere auf Sen. und fur eine gemote Bestfckung ; ^mmen 

A* SMD (surface mounted devices) be- ^ -j^f^-^^ 

wetehe flach auflatbare JLchlusselemente haben. ein- erreichen. dass die Kapdlarbohrungen ^ bemesscn und 

SSTtet ist Die Lotstellen befmden sich in Vertiefun- in bezug auf die Lage ^^J^SSSelStodW 
lentawelchedieFussplattchenderAnschlusselemente « dass die Anschlusselemente der Baute le die MOnd ung 

luT R^™ g der Bautele an der Leiterplatte einrasten. der Kapillarbohrungen nundestens te,lw«e (to las- 

STe V^rSngen stad mitdurchkontakuerten Kapillar- sen. damit das Lot bjn! S^rfiS 

boLungen vlrsehen. dutch welche das Lot von der MGndung der Kapillarbohrungen befindhche Lotfla- 
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chen an den Anschlusseiementen der Bauteile im erfor- 
der lichen Mass erreichen kann. 

Je nach Bestuckung der Leiterplatte kann entweder 
das Tauchldtverfahren oder das Wellenldtverfahren an- 
gewandt werden. Im Faile von SMD-Bauteilen, deren 
Anschlusseiementen das Lot durch die Kapillarbohrun- 
gen zugefuhrt wird, ist das Wellenldtverfahren vorzu- 
Ziehen. 

Die Bemessung der Kapillarbohrungen ist von ver- 
schiedenen Faktoren abhingig und hat von Fall zu Fall 
nach erapirischen Grundlagen zu erfolgea Erfahrungs- 
gemass hat der Durchmesser der Kapillarbohrungen ei- 
nen Wert in der Grdssenordnung von 1 mm. Eher klei- 
nere Werte sind fur Leiterplatten flblich, die im Tauch- 
ldtverfahren verarbeitet werden, wahrend fur das Wel- 
lenldten vorgesehene Leiterplatten Kapillarbohrungen 
mit eher hdheren Durchmesserwerten aufweisen kdn- 
nen. da in diesem Fall ausser der Kapillarwirkung auch 
die dynamische Kraft der L5twelle den Lotfluss zur L6t- 
stellefdrdert 

Eine teilweise Bedeckung der MQndung der Kapillar- 
bohrungen durch die Anschlusselemente der Bauteile ist 
in der Regel erwunscht, vim den vom Lotfluss zu Qber- 
bruckenden Weg von der Mundung bis zum betreff en- 
den Anschtusselement mdglichst kurz zu halten. Der 
Grad der Bedeckung kann in gewissen Grenzen (zB. 
von 0 bis 50%) variieren. Dabei ist zu beachten, dass der 
jeweils off en bletbende Querschnitt der Mundung gross 
genug ist, umn ein Verideben der Oeffnung durch das 
Flussmittel zu verhindern und einen hinrelchenden Lot- 
bzw. Warmefluss zu den Ldtstellen zu erzielen. Ande- 
rerseits darf bei einer fur das Wellenldten vorbereiteten 
Leiterplatte der offene Querschnitt einer Kapillarboh- 
rung nicht so gross seia dass das Lot unter dem Druck 
der L6twelle im Uebermass aus der Mundung fliesst 
Far grossere L&tflichen ist deshalb jeweils mehr als 
eine Kapiliarbohrung vorzusehen. 

Die Erfindung ermOglicht die Anwendung des L6t- 
verfahrens mit Lotzufuhr durch Kapillarbohrungen 
auch fur Chip-Bauteile, wobei auf eine zusatzliche An- 
wendung des Reflow-Verfahrens verzichtet werden 
kann. Zudem sind einseitig bestQckte Leiterplatten un- 
ter Fi^hhigg von Chip-Bauteilen in einem Arbei tsgang 
mit demselben Verfahren (insbesondere Wellenldten) 
verldtbar. An fertigen Leiterplatten dieser Art sind 
s&mtliche Anschlussstellen an der nichtbestQckten Plat- 
tenseite frei zugfinglich, was Funktionsprufungen er- 
leichtert 

In der Zeichnung sind AusfQhrungsbeispiele der Er- 
findung dargestellt, und zwar zeigen: 

Fig. 1 einen Ausschnitt einer Leiterplatte, die mit ei- 
nem Chip-Bauteil bestQckt ist 

Fig. 2 einen Ausschnitt einer Leiterplatte, die mit ei- 
nem BauteO bestQckt ist, das Anschlusselemente mit an- 
nahernd quadratischen Fusspllttchen aufweist, und 

Fig. 3 einen Ausschnitt einer Leiterplatte, die mit ei- 
nem Bauteil bestQckt ist, das Anschlusselemente mit 
" langlichen Fussplattchen aufweist 

Aile Figuren zeigen die mit Bauteilen bestQckten Lei- 
terplatten im Zustand nach dem Ldtprozess, wobei Lei- 
terplatten und Ldtstellen im Schnitt dargestellt sind und 
als Bauteile durchwegs SMDs (surface mounted devi- 
ces) gezeigt werden. 

Die Leiterplatte 1 nach Fig. 1 ist mit einem Chip-Bau- 
teil 2 bestQckt, der mit einem Klebstofftropfen 3 an der 
Leiterplatte befestigt ist An gegenQberliegenden Stirn- 
seiten des Bauteils 2 sind Anschlusselemente 4 in Form 
von LOtflichen 5 bildenden Bel&gen vorhanden, welche 
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Lotflachen im wesentlichen senkrecht zur Leiterplatten- 
oberflache stehen. An den Ldtstellen we ist die Leiter- 
platte 1 durchkontakderte Kapillarbohrungen 6 auf, 
durch welche das Lot 7 von der dem Bauteil 2 abge- 
5 wandten Seite der Leiterplatte 1 her an die Ldtstellen 
gelangt Die Kapillarbohrungen 6 sind in bezug auf die 
Lage des Bauteils 2 so angeordnet, dass die Anschluss- 
elemente 4 des Bauteils die MQndungen der Kapiilar- . 
bohrungen teilweise Qberdecken. Der Durchmesser der 
10 Kapillarbohrungen 6 und der Ueberdeckungsgrad sind 
dabei so gewahlt, dass das Lot 7 beim Ldtprozess im 
Wellenldtbad durch den off en bleibenden Teil der MQn- 
dung der Kapillarbohrungen 6 die ganze fiber der MQn- 
dung stehende Ldtflache 5 der Anschlusselemente 4 in 
15 ausreichendem Mass erreichen kann. 

Beim AusfQhrungsbeispiel nach Fig. 2 hat das Bauteil 
10 Anschlusselemente 11 mit wenigstens annahernd 
quadratischen Fussplattchen 12, die parallel zur Leiter- 
plattenoberflache verlaufea Die durchkontaktierten 
20 Kapillarbohrungen 13 in der Leiterplatte 14 sind in die- 
sem Fall so bemessen und in bezug auf die Lage des auf 
die Leiterplatte aufgesetzten Bauteils 10 so angeordnet, 
dass die Fussplattchen 12 des Bauteils 10 in die Kapillar- 
bohrungen 13 hineinragen. Der Durchmesser der Kapil- 
25 larbohrungen 13 ist grdsser als das Eckmass der Fuss- 
plattchen 12, damit die Mundung der Kapillarbohrun- 
gen 13 vom jeweiligen Fussplattchen 12 nur teilweise 
bedeckt ist und so weit off en bleibt, dass ein Yerstopfen 
der MQndung durch das Flussmittel vermieden wird und 
30 das Lot 15 von der dem Bauteil 10 abgewandten Seite 
der Leiterplatte 14 her am Fussplattchen 12 vorbeiflies- 
sen und auch abseits der MQndung der Kapillarbohrun- 
gen 13, dh. oberhalb des Fusspl&ttchens 12 befindliche 
LOtflachen an den Anschlusseiementen 11 im erforderli- 
35 chen Mass erreichen kann. Fur die Befestigung des Bau- 
teils 10 an der Leiterplatte 14 kann wiederum ein Kleb- 
stofftropfen 16 vorgesehen sein. 

Die Fig. 3 zeigt eine Anschlussseite eines Bauteils 20 
mit einem Anschlusselement 21, das ein l&ngliches, zur 
40 Leiterplattenoberflache geneigtes Fussplattchen 22 auf- 
weist Die Befestigung des Bauteils 20 an der Leiterplat- 
te 23 ist hier nicht dargestellt Zum Anschluss dieses 
Bauteils 20 sind an der dargesteUten Ldtsteile zwei 
durchkontakderte Kapillarbohrungen 24 und 25 in der 
45 Leiterplatte 23 vorgesehen. Die MQndung der einen Ka- 
pillarbohrung 24 wird vom freien Ende des Fussplatt- 
chens 22 teilweise bedeckt, wahrend die MQndung der 
anderen Kapiilar bohrung 25 unter einem von der Lei- 
terplattenoberflache distanzierten Tefl des Fussplatt- 
50 chens 22 liegt und von diesem nicht bedeckt wird. Auch 
bei dieser AusfQhrung gelangt das Lot 26 durch die 
Kapillarbohrungen 24 und 25 auch an abseits ihrer MQn- 
dungen befindliche Ldtflachen am Anschlusselement 21 
im erforderlichen Mass, wenn die Kapillarbohrungen 
55 entsprechend bemessen sind 
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